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硅光技术的发展与难题



硅光芯片市场快速增长

*图片来自网络

◼ 根据市场研究机构Yole 2023年11月的预测，2022年硅光芯片市场价值为6800万美元，预计

到2028年将超过6亿美元，2022年-2028年的复合年均增长率为44%。
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硅光芯片测试面临的问题

测试项目不断增加

测试类型和复杂度不断增加，光-光测试、光

-电测试、电-光测试、电-电测试、射频测试

等，对测试端口的空间布局有一定要求。
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“测试墙”

设计者与专业测试工程师之间的技术壁垒，

导致测试效率低下，如何实现从设计-加工-测

试流程的标准化。
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2

测试量不断增加

硅光走向大规模量产产生了巨量的测试需求，

需要晶圆级硅光自动化测试平台。
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傲绅的解决方案
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硅光芯片研发流程
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Test Design Kit（TDK）



TDK技术介绍

PDK

◼ 类比于PDK，联合版图设计软件平台，为测试平台开发测试设计套件（Test Design Kit，

TDK）软件模块，能够帮助快速建立设计与测试之间的沟通渠道，让芯片设计者在设计阶

段就能导入测试需求，加速后续测试流程。

芯片代工厂

TDK
测试设备
/服务厂商

设计规则检查
(DRC)

测试规则检查
(TRC)

器件库

测试示例

设计制造

测试 软件
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TDK技术介绍

• 根据应用需求构成光子链路

图层信息

波导\单元器件

光子回路

虚拟测试过程

提取坐标\TRC判断

• 根据软件仿真设计波导\器件

• 根据工艺条件定义图层

• 在光子回路中提取器件的光口\电口坐标，根

据测试设计规则进行TRC判断，并实时反馈

• 自动纠正光\电I\O口，示例调用、生成测试

对准标记

• 自动生成待测项、待测I/O坐标、输入

测试需求

• 预估测试时间

版图设计软件

• 根据器件设置的物理参数进行链路仿真

链路仿真

PDK TDK

测试信息

• 输入机台测试能力
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TDK工作流程图
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TDK与Design for test的区别

◼ 为了实现芯片的设计与测试

的匹配，是设计与测试之间

的桥梁，确保设计可测试。

TDK

◼ 在芯片上添加额外的光子回路

设计，对器件性能进行监控，

确保器件是好的。

Design for test

◼ 提高了芯片内部节点的可控性

和可观测性，从而可以验证嵌

入式功能。

◼ 使设计者快速理解机台的测

试能力及所用的测试方法。
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TDK能带来什么？

构建从设计-加工-测试的

标准化流程，减小芯片研

发迭代周期。

完善产业链

为设计者提供高效、便捷

地版图设计辅助工具，打

破设计者的“测试墙”。

升级客户服务

建立与设计之间的桥梁，

实现高效的全自动化测试。

测试能力提升
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公司介绍



9

公司介绍

O’Shenu Technologies是一家总部位于比利时瓦隆地区的fabless先进技术

开发服务公司，专注于从事硅光技术的端到端开发。为客户提供定制的解决方

案和服务，以满足特定的客户需求。

EUROPE

设计

测试

为应用端提供硅光器件设计，应用开发服务

为测试/设备产商提供TDK技术开发服务

工艺



Thank you
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